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Im Rahmen des Projektes wurde eine Methodik zur Evaluierung der Zuverlässigkeit von Leiterplatten unter dy-
namischen Belastungen erarbeitet. Basierend auf einer Materialcharakterisierung und -modellierung wurden 
Simulationsmodelle, die es ermöglichen die Leiterplattenlebensdauer unter spezifischer Belastung vorherzusa-
gen und zu verbessern, entwickelt.

Experimentelle Zuverlässigkeitstests von Leiter-
platten sind Stand der Technik, jedoch sehr zeit-

aufwendig und kostenintensiv. Deswegen wurden 
in diesem Forschungsprojekt Simulationsmodelle 
entwickelt, die eine schnelle und kostengünstige 
Evaluierung bzw. Optimierung erst geplanter 
Produkte erlauben. Dadurch können neue, an die 
komplexen Herausforderungen der aktuellen elek-
tronischen Geräte angepasste Leiterplatten mit der 
notwendigen Zuverlässigkeit für deren Anwendung 
konstruiert werden.

Durch die breiten Anwendungsgebiete von elektronischen Geräten sind auch die Belastungen der beinhalteten Leiterplatten 
sehr unterschiedlich. Die Leiterplatten müssen Stoß-, Temperatur-, Vibrations- oder Ermüdungsbelastungen widerstehen. Aktu-
elle industrieweite Standards beruhen auf experimentellen Versuchen. Die Leiterplatten werden anwendungsnahe z.B. in einem 
instrumentierten ‚Drop test‘ oder in Temperaturwechseltests geprüft. Diese Tests sind zeit und kostenintensiv: die Leiterplatten 
müssen produziert, bestückt und geprüft werden. Um diese Vorgehensweise zu vereinfachen und um mit den immer kürzer 
werdenden Entwicklungszyklen Schritt zu halten wurden in diesem Forschungsprojekt Simulationsmodelle basierende auf der 
Finiten Elemente Methode (FEM) entwickelt. Dabei werden die zu testenden Leiterplatten nicht mehr gebaut und getestet son-
dern nur mehr virtuell designt und berechnet. Es wurden Simulationsmodelle für die Evaluierung der Zuverlässigkeit unter Impact 
Lasten bzw. thermischen Lasten entwickelt. Dabei werden sogenannte ‚Drop tests‘ und Temperaturwechseltests modelliert und 
berechnet.

Die Simulationen erlauben eine schnelle und hochwertige Entwicklung 
von zukünftigen komplexen Leiterplatten bzw. der darauf basierenden 
elektronischen Geräten. Sie sind für den Leiterplattenhersteller durch 
die viel schnelleren Durchlaufzeiten ein immenser Wettbewerbsvorteil 
und gewährleisten dem Endnutzer eine optimierte Zuverlässigkeit seines 
elektronischen Gerätes in der Anwendung.
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